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ABSTRAK 

Selama beberapa dekad, proses pembuatan industri adalah kaedah yang sering 

digunakan dalam pembuatan aloi pateri dan memperkasakan sifat aloi pateri. Walau 

bagaimanapun, teknik pengadukan atau mengacau cecair logam yang biasa digunakan 

dalam kaedah Casting perlu diberi perhatian untuk perbincangan lebih lanjut. Menurut 

kajian literatur, teknik Casting telah menunjukkan permasalahan dari segi kualiti sifat 

aloi pateri iaitu kesamarataan taburan unsur dalam aloi pateri. Oleh itu, suatu Teknologi 

Hijau yang dikenali sebagai kaedah Powder Metallurgy (PM) telah dipilih kerana fungsi 

pemprosesan bahannya yang dapat membantu mewujudkan tahap kesamarataan taburan 

unsur dalam aloi pateri. Ia mempunyai dua prosedur asas iaitu mengisar dan memadat. 

Ini berfungsi untuk pembuatan aloi pateri yang lebih baik di mana ia hanya 

menggunakan suhu bilik dalam menyatukan bahan yang berbeza sekaligus. Lebih-lebih 

lagi, persekitaran kerja yang bersih dan lebih selamat dalam praktiknya dan memerlukan 

satu cetakan untuk menghasilkan puluhan produk yang menjimatkan kos yang besar. 

Kajian ini dilakukan untuk mencari jurang yang terdapat dalam tinjauan literatur 

mengenai isu kesamarataan taburan unsur aloi pateri. Oleh itu, penyelidikan ini 

dijalankan untuk mengkaji sifat-sifat aloi pateri Sn3.0Ag0.5Cu yang disediakan dengan 

kaedah PM. Pemilihan bahan yang melibatkan ukuran dan bentuk bahan mentah adalah 

faktor penting semasa mempraktikkan kaedah PM kerana akan mempengaruhi hasil 

akhir. Oleh itu, empat jangka masa pengisaran yang berbeza iaitu 2, 4, 6 dan 8 jam 

dijadikan pemboleh ubah untuk mencapai campuran homogen di dalam aloi. Campuran 

ini kemudian dipadatkan dengan mesin pemadatan hidraulik untuk 1, 3, 5, 7 dan 9 tan. 

Langkah ini adalah untuk memastikan campuran akan dapat digunakan untuk 

meneruskan prosedur ujian reflow(kecairan) dan juga ujian microhardness. Melalui 

ujian reflow, terdapat empat topik utama yang akan dibincangkan termasuk hasil ujian 

reflow, ujian wettability, pembentukan IMC dan ketebalan IMC. Semua sampel 

disejukkan melalui proses penyejukan perlahan. Hasil kajian menunjukkan bahawa ada 

kaedah PM boleh dijadikan kaedah alternatif yang lebih baik dari kaedah Casting dalam 

pembuatan paduan pateri. Ini disebabkan oleh taburan unsur yang berbeza dilihat lebih 

baik selepas proses mengisar telah disahkan oleh analisis SEM dan EDX, manakala 

tahap wettability juga tinggi bagi semua sampel yang mana berada di bawah 90 °. SEM 

dan EDX juga memperlihatkan bentuk IMC Cu6Sn5 yang wujud pada perantaraan aloi 

pateri dan matriks pateri. Ketebalan IMC menggambarkan nilai yang cukup tinggi 

kerana masa penyejukan yang lebih lama. Kesimpulannya, kaedah PM adalah pilihan 

pembuatan aloi pateri yang lebih baik untuk mempraktikkan Teknologi Hijau dan sesuai 

dengan pengeluaran kos rendah serta persekitaran yang lebih selamat. Campuran aloi 

pateri yang dihasilkan dengan kaedah ini juga sesuai dalam menghasilkan sifat aloi 

pateri yang sangat baik. 
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ABSTRACT 

For decades, casting has been the most influential industrial manufacturing process to 

fabricate and promote higher properties of solder alloy. However, stirring technique 

which is commonly applies in casting method has brought some attentions for further 

discussions. According to literatures, the stir casting technique has showed quality issue 

towards solder alloy property of elementary particles distribution. Thus, concerning the 

issue, a green technology known as Powder Metallurgy(PM) method is selected due to 

its material processing function which can also offer particle distribution deals. It is 

basically having two basic procedures which are milling and compacting. These works 

for better solder alloy production where it only uses room temperature to consolidate 

different materials at once. Moreover, a clean and safer working environment is in 

practice and it takes one mould to produce dozens of products which is a big cost saving. 

This study is conducted to seek out the gap found in the literature reviews on the 

homogeneity issue of the solder alloy’s elemental distributions. Thus, this research is 

carried out to study the properties of Sn3.0Ag0.5Cu solder alloy prepared by PM 

method. The selection of materials involving size and shape of the raw materials are 

important factors whilst practising PM method due to the end up result of milling. 

Therefore, four different milling durations listing 2, 4, 6 and 8 hours which became the 

variables to reach off a homogenize granulated mixture inside the alloy. These mixtures 

were then compacted with a hydraulic press machine for 1, 3, 5, 7 and 9 ton of 

compaction loads. This step is to ensure the mixture will be in handable form to move 

on into reflow test procedure as well as the microhardness test. Through the reflow test, 

there are four major topics to be discussed on including the behaviour of solder pallet 

by reflow test, wettability test, formation of IMC and the thickness of IMC. All samples 

are cooled down by the slow cooling process.  Results showed that there is high 

possibility to utilize PM method in solder alloy fabrication due to high distribution of 

different elements after milling process as being confirmed by the SEM and EDX 

analyses, high degree of wettability by all samples which lined below 90°. The SEM 

and EDX also displayed scallop IMC of Cu6Sn5 existed at the solder joint and matrix. 

The IMC thickness depicted quite high values due to longer cooling time. In conclusion, 

PM method is a better option of solder alloy fabrication to practice Green Technology 

plus fits the low-cost production and safer environment. The produced solder alloy by 

this method also fits the excellent solder alloy properties.    
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